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■ 产品功能  

Product function  

 

1. 替代传统光敏电阻 (CdS)，不含镉、铅等有害物质，符合欧盟 ROHS 标准 

     Replace Photoresistors(Cds),RoHS Compliance/Pb-free/Cd-free. 

2. 自动调节背景光，如 LCD，手机，照相机，电脑摄像头等   

a
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■ 产品外观尺寸图 Product Dimensions 

         

 

       

注 Note：  

1.  长脚正极（集电极） 短脚负极（负极） 

Long pin- Collector  Short pin- Emitter 

2.  所有尺寸为毫米（mm）, 未指定公差为：±0.15mm 

Unit: mm± 0.15mm 

3.  胶体外观颜色以样品实物为准 

The appearance color of colloid shall be subject to the sample 

4.  胶体下沿宊出树脂最大为1.0mm 

Protruded resin under the base is 1.0mm maxium. 
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■ 测试原理图 Test schematic 

 

                    

               光电流 Photocurrent =Vout/ RSS  

                     * RSS 推荐使用高稳定电阻.  

High stable resistance is recommended for RSS    

 

 

 

 

 

开关时间测量方法 
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■ 光电特性曲线  Typical photoelectric characteristics curves 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

              温度与亮电流变化图                          
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■ 可靠性实验 Reliability Test 

 

测试项目 

Test Parameter 

参考标准 

Reference Criterion 

测试条件 

Test Condition 

时间 

Time 

样品数 

Quantity 

允收/

拒收 

Ac/RE 

耐焊接热 

Resistance to Solder 

Heat 

JESD22-B106 260℃±5℃ 10sec 30PCS 0/1 

冷热循环 

Thermal Cycle 
JESD22-A104 

＋110℃(15min) 

5min 

‐15℃(15min) 

50 cycles 30PCS 0/1 

冷热冲击 

Thermal Shock 
JESD22-A104 

＋120℃(30min) 

‐45℃(30min) 
50 cycles 30PCS 0/1 

高温存储 

High Temprature storage 
JESD22-A103 ＋100℃ 1000H 30PCS 0/1 

低温存储 

Low Temperature storage 
JESD22-A119 ‐40℃
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■ 推荐焊接条件 Recommended Soldering Conditions 

 

焊接模式 Mode 条件 Condition 

手工焊接 

Manually Soldering 

 

 

烙铁温度 

Soldering lron Temperature 

最高温度 340℃（功率最大 60 瓦） 

Max340℃(power:60Wmax) 

焊接时间 

Soldering Time 

时间不超过 3 秒 

≤3 seonds 

焊接位置 

Soldering Position 

大于 1.5mm（从焊点到胶体） 

1.5mm Min.(Form soldering joint to colloid) 

波峰焊接 

Wave Soldering 

预热 

Preheat 

最高温度 110℃ 不超过 80 秒 

110℃ Max.80 sec.Max. 

温度 

Temperature 

最高 260℃ 

≤260℃ 

焊接时间 

Soldering Time 

不超过 5 秒 

≤5 seonds 

锡炉焊接 

Solder pot Soldering 

预热 

Preheat 

最高温度 100℃ 不超过 60 秒 

100℃ Max.60 sec.Max 

浸焊温度 

Preheat Temperature 

最高 260℃ 

≤260℃ 

浸焊时间 

Soldering Time 

不超过 5 秒 

≤5 seonds 

焊接位置 

Soldering Posiion 

大于 1.5mm（从焊点到胶体） 

＞1.5mm(Form soldering joint to colloid 

 

注 Notes： 

焊接过程中的不慎操作将会引起产品的损坏。焊接过程中应避免对产品支架或封装部分施加压力。 

Careless operation in the welding process will cause product damage. During the welding process,  

any pressure on the product bracket or package part shall be avoided. 
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■ 使用注意事项 Precautions 

 

1. 该产品出厂后贮存的条件应为 0～+30°C，相对湿度不大于


